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「バックホウ＋α」 で実現する ICT 中層混合処理

ダイナWミキシング工法

ダイナWミキシング工法 とは

・バックホウ に撹拌アタッチメントを接続するだけで、中層混合処理 ができます
深度0.5~ 5.0ｍ ： バイブロ・バケット型（VB)
深度3.0~10.0ｍ ： ショート・トレンチャ型（ST)

・ICT管理装置（マルチGNSS）により、施工状況を3D数値データ管理します
ガイダンス機能等により、初心者オペが 即戦力 になります
リアルタイムログデータが、 ベテランの勘を補助し 高品質化 します
施工状況を見える化し、 施工管理者の負担が 減少 します

バイブブロ・バケット型 ショート・トレンチャ型 ICT管理装置

https://sun-engineer.jp/
株式会社 サン・エンジニア 〒910-3104 福井県福井市布施田町8-45

TEL：0776-83-1802 FAX：0776-83-1784

（特許出願中）（特許取得済）

CPD/CPDS の対象です。詳しくは こちら からどうぞ。

事前登録がスムーズです。受付は こちら からどうぞ。

https://cspi-expo.com/
https://cspi-expo.com/cpdcpds/
https://cspi-expo.com/
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